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※ 产品概述 

 

  

 
  

 TZ1815是单线传输的三通道 LED 驱动控制芯片，采用单极性归零码协议

电复位后，接受 DIN 打来的数据，接受够 24Bit 后,DOUT 端开始转发数据，

为下一个芯片提供输入数据。在转发之前 DOUT 口一直拉低，此时芯片不接

受新的数据。芯片 OUTR，OUTG，OUTB 三个 PWM 输出口根据接受到的 24Bit

数据，发出相应的不同占空比的信号，该信号周期在 4MS。如果 DIN 端输入

信号为 RESET 信号，芯片将接受到的数据送显示，芯片将在该信号结束后重

新接受新的数据，在接受完开始的 24Bit 数据后通过 DOUT 端口转发数据，

芯片在没有接受到 RESET 信号前，OUTR，OUTG，OUTB 原输出保持不边，当

接受到 80us 以上的低电平 RESET 码后，芯片将接受到 24Bit PWM 数据脉宽

TZ1815内部包含电源钳位模块、信号解码模块、振荡模块、数据再生模块、输出电流驱动

模块等。其中数据再生模块在接受本芯片的数据后，自动将级联输出的数据整形转发，保证数

据串联传输过程不衰减。

TZ1815内置输出电流设置模块，OUT/RGB端口默认输出电流12MA 

TZ1815是一个集控电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源.其外形

跟常规 SMD3535LED 灯珠相同，每个元件即为一个像素点.

TZ1815芯片采用单线通讯方式，采用归零码的方式发送信号.芯片在上

输出到 OUTR，OUTG，OUTB 上。 

 TZ1815芯片采用自动整形转发技术，使得该芯片的级联个数不受信号传送的限制，

仅仅受限刷屏速度要求.例如我们设计一个 1024 级联，它的刷屏时间 1024 

X0.4 X2＝ 0.8192ms（芯片的数据延迟时间为 0.4 µs），不会有任何闪烁的现象。



 

※ 特性说明 

� 电源输入电压：3.5-7.5V 

� OUT R/G/B 恒流值：12mA 

� Top SMD 内部集成高质量外控单线串行级联恒流 IC 

� 
路

控制电 与芯片集成在 SMD 5050 元器件中，构成一个完整的外控像素点,色温效果均匀

且一致性高 

� 
路 路 不

内置数据整形电 ，任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出，保证线 波形畸变

累

会 加 

� 默认上电不亮灯  

�  灰度调节电路（256 级灰度可调） 

�  数据整形：接收完本单元数据自动将后续数据整形输出  

�  内置高精度和高稳定性振荡器  

�  单线数据传输，可无限级联 

�  数据协议兼容性高  

�  数据发送速率：800Kbps  

※结构尺寸图：  

 

   

  

建议焊盘：



 

 

 

 

◆产品应用  

 

1 LED 全彩发光字灯串.LED 全彩模组 

2 LED 全彩软灯条硬灯条 

3 电器设备跑马灯 

4 智能音箱.风扇， 

5 
显示屏 ，像素屏，点光源，LED 异形屏 

6 各种电子产品 

 

 

    
※ LED 引脚功能 

引脚序号 符号 管脚名 功能描述 

1 VDD 电源 供电管脚正极 

2 DOU 数据输出 信号数据输出 

3 GND 地 接地 

4 DIN 数据输入 信号数据输入 

※ LED 引脚示意图 

    
  

         

1 

注释：

所有尺寸单位为毫米； 

如果无其它注明，公差范围通常采用±0.2mm。 



 

※ 电气参数（如无特殊说明，TA=25℃,） 
 

符号 参数 最小 典型 最大 单位 

Vin 输入电压 3.5 5 7.5 V 

Vds RGB 输出端口耐压    7.5 V 

Lol1 RGB 输出电流  12  MA 

Vih 高电平输入电压 0.7VDD   V 

Vil 低电平输入   0.3 V 

Fpwm PWM 频率  4  KHZ 

LDD 静态功耗  0.3  MA 

※ 开光说明（如无特殊说明，TA=25℃,）  

 

 
 
 

※ 最大额定值（如无特殊说明，TA=25℃,） 

符号 参数 范围 单位 

Vin 逻辑电源电压  3.5~7.5 V 

Vds RGB 输出端口耐压  7.5 V 

V1 逻辑输入电压 -0.5~5.5 V 

Lol1 RGB 输出电流             12 MA 

Topt 工作温度 -40~80 °C 

Tstg 储存温度 -40~80 °C 

Vesd ESD 耐压 5K V 



※ 型号说明 

※ 芯片参数（如无特殊说明，TA=25℃,） 

 

 

参数 符号 颜色 最小值 典型值 最大值 单位 条件 

发光亮

度 
IV 

R 300 / 500 mcd 12mA 

G 1300 / 1800 mcd 12mA 

B 500 / 700 mcd 12mA 

主波 WD 

R 620 / 635 nm 12MA 

G 520 / 530 nm 12MA 

B 465 / 475 nm 12MA 

电压 VF 

R 2.0 / 2.4 V 12MA 

G 2.8 3.0 3.2 V 12MA 

B 2.8 3.0 3.2 V 12MA 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TZ-- 3535 Z1 RGB-5V-I4 –R-MS

代表圆杯 

 07 代表我司的芯片搭

配 

代表四脚产品 

代表 5V 产品 

代表 RGB 产品 

代表 RGB 芯片组合 

代表 3535 封装尺寸 

代表公司名称 

代表的 IC 型号 



※  动态参数（Ta=25℃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参数 符号 最小 典型 最大 单位 测试条件 

数据传输速度 fDIN --- 800 --- KHZ 占空比 67%（数据 1） 

 

DOUT 传输延迟 

TPLH --- --- 500 ns  

DIN→DOUT  TPHL --- ---  500 ns 

 

Iout上升时间 

Tr --- 100 --- ns VDS=1.5V 

 

 

※ 编码描述 

TZ1815协议采用的是单极性归零码，每一个码元都必须有低电平。本协议的每个码元

起始为高电平，

高电平时间宽度决定“0”码或者“1”

※ 时序波形图 

 1.输入码型 

                      

 



 

2 码型时间 

 
 

 
注 1：写程序时，码元周期最低要求为 0.9us； 

注 2：0 码、1 码的高电平时间需按照上表的规定范围，0 码、1 码的低电平时间

要求小于 15us； 

 

 

注：高位先发，按照 R/G/B 的顺序发送数据。 

Trst+第一颗芯片 24bits 数据+第二颗芯片 24bits 数据+……+第 N 颗

芯片 24bits 数据 

+Trst    24bit 灰度数据结构：高位 
 

注：高位先发，按照 GRB 的顺序发送数据。 

 
  ※ 数据传输方法 

 

注：其中 D1 为 MCU 端发送的数据，D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据。 

 

 

 

时序表名称 最小值 典型值 最大值 单位 

T 码元周期 0.89   
µ s 

TOH 0 码， 高电平时间 0.2 0.295 0.35 µs 

TOL 0 码， 低电平时间 0.55 0.595 1.2 
µ s 

T1H 1 码， 高电平时间 0.55 0.595 1.2 µs 

T1L 1 码， 低电平时间 0.2 0.295 0.35 
µ s 

TRST 
Reset 码，低电平时间 

80   
µ s 



 

◆可靠性 

1) 测试项目及判定 

 

 

类型 

 

测试项目 

 

参考标准 Ref. 

 

测试条件  

注释 

 

死灯数量 

环

境

顺

序

 

 

回流焊耐热测试 JESD22-B106 

Tsld( 回 流 焊 温

度)=260℃，10sec 

2 次 0/22 

温度循环 JESD22-A104 

-40 ℃ 30min ↑ ↓

5min 

100℃ 30min 

100 周期 0/22 

冷热冲击 

 

JESD22-A106 

-40 ℃ 15min ↑ ↓

5min 

100℃ 15min 

100 周期 0/22 

高温储存 

 

JESD22-A103 Ta=100℃ 1000 小时 0/22 

低温储存 

 

JESD22-A119 Ta=-40℃ 1000 小时 0/22 

间断点亮测试 JESD22-A105 

On 5min -40 ℃ ＞

15min 

  ↑↓＜15min 

Off5min 100 ℃ ＞

15min 

1000 周期 0/22 

操

作

顺

序

 

 

老化寿命测试 

 

JESD22-A108 

Ta=25℃ 

I

F

 =5V 

1000 小时 0/22 

高温高湿老化测

试 

 

JESD22-A101 

60℃RH=90% 

I

F

 =5V 

1000 小时 0/22 

 
2)失效判断标准 

项目 

 

符号 

 

测试条件 

 

判断标准 

 

最小 最大. 

发光强度 I V

 

DC=5V,规格典型

电流 

初始数据

X0.7 
-

耐焊接热 - DC=5V,规格典型

电流 

无死灯或

明显损坏 

 

-

-

※线路应用图 



◆包装规格： 

 

 

●
卷带输送方向

 

     

Feeding Direction

                              

 

 

 

 

●
卷带排列规格

 

 

 
注： 

1. 无材料部分同样用上封带密封 

    2 :一卷材料最大差异数为 2 

3:材料负极方向与卷带齿孔方向一致 

4:5000 pcs/ 每卷。  



（2）. 回流焊接 

 

a.回流焊的温度曲线： 

 

Melting-point

Pre-heat Soak Reflow Cooling

Time

T
e
m

p
e
ra

tu
re

 
         （上图仅供参考） 

                                                          

◆使用注意事项： 

1.储存 

a.包装袋密封后贮存在条件为温度< 30℃， 湿度 < 60%RH，保存期为 45 个工作日。当超过

保质期时，需要重新烘烤。 

b.在开包装之前，请先检查包装袋有无漏气，如果有漏气现象，请重新烘烤后再使用。 

c.开封后请在以下条件使用：温度< 30℃、湿度在 60%RH以下；如果使用时间超出 24 小时，

须做以下烘烤处理才可使用。  

d.烘烤条件：产品在烘箱在温度为 65℃ ± 5℃；相对湿度≤10%RH，时间： 24 小时。 

e.从包装袋中拿出产品再烘烤。在烘烤的过程中不能打开烤箱门。 

 

 

2.焊接要求 

（1）.手工焊接 Manual soldering by soldering iron  

a.手工焊接时，要保持电烙铁温度在 315摄氏度以下，并且焊接时间小于 3秒。 

b.手工焊接只可进行一次。 

c.电烙铁不可接触胶体。 

d.首选双头型电烙铁。 

 

 



c. 焊接完成后不要对焊接面进行修改，如果要修改，请以同批次同等级良品替换所取下的

LED。 

d. 回流焊应该在一个时间完成，不能分多次进行。 

e. 回流焊过程中，不能压挤产品。 

f. 焊接完成的产品，需冷却至常温才可以包装。 

3.清洁 

a.不要使用不明化学液体清洗 SMD LED：不明的化学液体可能会损坏 SMD LED。当必要清洗时， 

用棉签沾酒精对 SMD LED 进行清洗，在正常的室温下清洗少于 1分钟并且自然干燥 15分钟， 

然后才开始使用。 

b.不可使用具用溶解性的溶液清洁 LED, 可使用一此异丙基的溶液, 在使用任何清洁溶液之前都应确认是

否会对 LED有溶解作用. 

C.请不要用超声波的方法清洁 LED，如果产品必须使用超声波，那么就要评估影响 LED的一些参数，

如超声波功率，烘烤的时间和装配的条件等，在清洁之前必须试运行，确认是否会影响到 LED。 

 

 

4.静电 

a.这些产品是对静电敏感，用户必须小心处理。特别是，如果电流和电压，或超过绝对最大

额定值的或可能造成电气破坏，客户要求手持产品时采取适当措施以防静电和浪涌。 

b.产品正确接地，使用导电垫，导电工作服和鞋子，导电容器有效防止静电和浪涌。  

c.该产品在接地电阻较低的地方接触，如金属表面的工作平台，应具有导电垫 

（表面电阻10
6

-10
8

 欧姆）。 

d.使用烙铁焊接要求接地。在静电较高的地方需安装离子风扇。 

e.静电放电（ ESD ）或脉冲电流（ EOS ） ，可能会损害 SMD LED。 

f.必须佩戴静电手腕，穿静电鞋或抗静电手套后，才可以进行 SMD LED 生产。 

g.所有的机械设备必须接地。 

b. 建议焊盘散热设计：  

参考外观图中的焊盘设计。 

 

焊接剂 ：有铅锡 

 

焊接剂 ： 无铅锡 

 

温度上升斜率= 4℃/s最大 

 

温度上升斜率=4℃/s最大 

 

预热温度 = 100℃ ～150℃ 

 

预热温度 = 150℃ ～200℃ 

 

预热时间 = 100s 最大 

 

预热时间 = 100s 最大. 

 

温度下降斜率为 6℃/s 最大 

 

温度下降斜率为 6℃/s 最大 

 

峰值温度 = 230℃ 最大 

 

峰值温度 = 250℃ 最大 

 

在峰值温度±5℃时间不能超过 10s 

 

在峰值温度±5℃时间不能超过 10s 

 

超过 183℃的温度的时间不能超过 80s. 

 

超过 217℃ 的温度的时间不能超过 80s. 

 
                                                   

  



6. 焊锡丝及锡膏的选择 

不用含硫化物或溴化物的焊锡丝及锡膏，因为硫化物或溴化物会与支架表面电镀的银层进行

化学反应，导致银层变黑，led 灯珠衰减就变大。 

7. 材料取拿方式：用镊子夹取材料，不可按压胶体或尖锐物体碰刺胶体，材料不可堆叠放置； 
 

 

 
产品在进行

PCB
布线设计时，针对软性板材、及

0.5T
以下板材，焊盘走向应与

PCB
延展方向保持垂直状态，以

减少
PCB

板弯折时产生之应力作用在
LED

引脚，造成
LEDs

产品因应力作用拉伸产生失效隐患； 

 

 

 

 

8：材料防潮管控 

a如果一卷材料未一次性用完，且车间温湿度在限定之条件（<30°C/60%RH)内，元件在空气中暴露

时间未超出 2H,则余下材料应于干燥剂一起进行抽真空密封保存，否则，材料必须低湿烘烤除湿；

除湿后的材料重新包装可重新开始计算时间；对已完成装配的元件进行防潮控制 

b.对已装配到 PCB 板后的元件不需再经过高温工序或回流焊工艺，则将不作特殊处理； 

c 对需要做灌胶、滴胶或包胶防护处理的产品，建议产品在做相应防护工艺前做好必要的除湿工作，

在 65℃±5℃的烤箱中烘烤不少于 12 小时，以剔除产品在检测、老化过程中暴露在空气中吸收的水分，

以避免产品在做防护处理后，包在材料表面的湿气会慢慢侵入产品，会造成产品失效； 

D 如果那我司产品 45 个工作日月还没有使用的需要重新除湿，在 65℃±5℃的烤箱中烘烤不少于 6 小

时.如果没有除湿条件的可以退回我司帮忙除湿 

9. 车间要求保证通风，尤其是过回流焊的车间。 不得堆积有机橡胶的相关物料。 

10. 其他 

a:
如果超出规格书以外而进行使用时.出任何问题我们都将不承担责任 。 

b:在大量使用之前.应与我们交流.了解更详细的规格要求. 

C:在使用前有任何异常及时跟我们沟通 

 

 

5．热量处理 
SMD 产品的热量处理在 SMD 电路设计时慎重考虑，电流应该适当的降低具体参照每款产品的

规格书的电流- 温度对应的曲线图。 


